(A00N)顾客特殊要求
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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1） 快捷标记加在字符层，周期格式为：WWYY,(顾客制板说明中特殊要求除外)；
2） 客户板内都设计有ROHS标记，但表面工艺为喷锡，不用确认，按客户要求制作；
3） 标记优先加在底层字符，若无空间加时，可加在顶层字符；

2. 板材、叠层：
1） 板厚公差：板厚大于等于0.8MM时，公差+/-10%；0.4-0.8mm时，公差+/-0.08mm；

2） 层间介质大于等于0.09mm；

3） 如果客户要求外层完成铜厚1.5OZ,如果我们做不到时需与客户确认；
4） 制板说明中有要求符合无铅制程或者注明无铅板需符合无铅OSP等表面工艺，此类要求需用高TG板材
3. 钻孔：
1) 孔盘等大且无电性能连接时，可按NPTH；压接孔孔铜1mil以上；

2) 客户有用图片抓出哪些是压接孔，但并未指出孔径时，需与客户确认；
3) 孔径公差：              
	孔径（MM）
	0-0.3
	0.31-0.8
	0.81-1.6
	1.61-6
	大于6

	PTH
	0.075/负无穷
	±0.075
	±0.1
	±0.15
	+0.3/-0

	NPTH
	±0.05
	±0.05
	±0.075
	±0.1
	+0.3/-0


4. 线路、表面工艺：
1） 最小焊环1mil；
2） 表面处理：

a) 硬金：镍大于等于3.81微米，金大于等于0.76微米

b) 软金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.05微米

c) 电金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.254微米

d) 铅锡厚度：2-25.4微米

3） 金手指：深度1.6+/-0.2mm,角度20度+/-5度,当板厚小于等于1.16mm时，深度大于等于0.5mm；

4） 附图所示焊盘对应一半在铜皮上，一半在基材上，且对应位置无焊盘和钻孔，按文件制作,无需确认；
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5. 阻焊、字符：
1） 客户要求小于等于16MIL的过孔要塞孔处理时，在左右两边开窗带上的过孔不用塞孔，如果是单面开窗的测试孔或盘中孔都按塞孔做；
2） 若该客户要求做半塞孔（单面开窗过孔，非开窗面做阻焊半塞孔处理；双面开窗过孔，非元器件面做阻焊半塞孔处理），需满足盖油面不允许有金圈锡圈，制作过程中塞孔后有金圈、锡圈，再用阻焊盖住金圈、锡圈的制作效果客户也是接受的。工程制作按以下方式处理：

a） 表面工艺喷锡、无铅喷锡：按阻焊半塞孔流程B方式

b） 表面工艺沉金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作，沉金工序外发P1

c） 表面工艺镀金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作

d） 其它表面工艺：确认建议做树脂塞孔

6. 外形、拼板：
1） V-CUT：
	板厚（H） 
	角度（度）
	余厚(mm)

	＜1.0
	45-60
	0.5+/-0.1

	1.0-1.6
	45-60
	1/2H+/-0.1

	＞1.6
	45-60
	1/3H+/-0.1,max=1.0


2） 如图所示拼板文件中部分位置的邮票孔设计与其余位置不一致时,

a) 单板与工艺边之间，按单排邮票孔设计，添加在单板侧

b) 单板与单板之间按双排邮票孔设计
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7. 其他：
1） 发顾客的确认单或钢网文件必须使用RAR压缩,如为ZIP顾客服务器将会隔离掉；

2） 翘曲度：

a) 对于无SMT的板，其翘曲度按0.70%控制；
b) 对于有SMT的板子，翘曲度按0.50%控制,且翘曲高度需满足：板子长边尺寸在200mm以下翘曲高度不超出1mm,长边尺寸在200mm以上翘曲高度不超出1.5mm；

预审部分：
1. 顾客允许我司不使用顾客说明中指出的半固化片型号；
2. 介质厚度调整与顾客要求的相差1mil以内无需确认，线宽调整与实际文件相差在0.5mil以内无需确认；
3. 顾客要求表面工艺符合ROHS，如果表面工艺是喷锡的可以直接更改为无铅喷锡
CAM部分：
1. 打叉板要求：在一块多拼板中，打叉板数量不得超过该拼板中单个PCB数量的20%，且拼板中最多打叉板数量为3片，（2-5拼，允许1片；6-10拼，允许2片；10拼以上，最多允许3片），每次叉板来料总数不得超过该批交货量的2%；对于阴阳拼板，不接受打叉板；

2. 阻焊油墨：线上阻焊厚度大于等于10微米，小于等于35微米；
3. 线路：流胶点和分流点的加法：外层：直径R30(mil),中心距50MIL，距离其他线或铜80mil以上；内层：直径R50(mil),中心距70MIL，距离其他线或铜80mil以上；

4. 生产图纸：

  客户要求提供交货板上最远两个光学点中心距图纸，公差如下（CAM提供标注有最远两个光学点中心距及公差到生产即可）：

	光学点中心距
	X≤500mm
	500mm<X

	公差
	≤4.0mil
	≤5.0mil


5. 电测要求：

最小绝缘电阻10MΩ，开路电阻10Ω

